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Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Ab-
scheiden von niederkardtigen, gldnzenden, in
weiten Arbeitsbereichen zusammensetzungssta-
bilen Legierungen.

Jaivanische Abscheidung von Gold-Silber-
Le _ngsiberzigen ist schon viele Jahre be-
ka.. Bei Stromdichten von 0.1 bis 1 A/dm?
kdnnen dabei Legierungsschichten mit Gebaiten
von 29 his 79 % Gold abgeschieden werden, Mit
abnehmendem Goidgehalt und zunehmender
Schichtdicke wachst jedoch die Sprédigkeit der
Uberzugschicht. AuBerdem sind diese Uberzige

. wenig glénzend.

Durch Zusatz von organischen Substanzen und/
oder Fremdmetallen, die nicht mitabgeschieden
werden, zum Elektroiyten tassen sich glanzende
‘Uberziige abscheiden. Bekannt sind beispieiswei-
se Verbindungen von Nickel, Antimon, Titan und
indium als Glanzzusitze bei elektrolytischen
Gold-Siltber-Bddern. Bekannt ais organische
Glanzbildner sind 2. B. Triphenyimethanfarbstoffe
{DD-PS 98 698), Kondensationsprodukte aus Poly-
alkyleniminen und Alkylenpolyaminen {DE-
PS 27 13507). In der CH-PS 629 260 wird als
Glanzzusatz gine wasserlsliche in-
diumverbindung zusammen mit einem organi-
schen aliphatischen Amin beschrieben, in der US-
PS 4121982 die Kombination einer selenhaltigen
Verbindung mit einem Polyathylenamin und in
der DE-PS 1213196 die Kombination einer se-
lenhaitigen Verbindung und eines mit Aminoalko-
holen stabilisierten Titanatesters. Alle diese be-
kannten Glanzzusétze haben jedoch den Nachteil,
daf ein befriedigender Glanz nur bis Schicht-
dicken von ca. 25 um erhaiten werden kann und
gegebenenfalls organische Substanzen in die
Schicht eingebaut werden. Die Sprédigkeit der
Uberztige kénnen sie nicht vermindern,

Bei den bekannten Gold-Siiber-Legierungsbé-
dern ist der Goldgehalt im Uberzug weitgehend
abhéngig von Au/Ag-Verhdltnis im Bad und von
den gewdhiten Betriebsparametern bei der Ab-
scheidung, insbesondere von der Stromdichte
und der Badtemperatur. Diese Abhangigkeiten
sind nachteilig fir einen praktischen Badbetrieb
zur Abscheidung niederkaradtiger Gold-Silberle-
gierungen mit einem gleichbleibendem Karatge-
halt.

Es war daher Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, ein Vertahren zum Abscheiden von nie-
derkardtigen, gldnzenden, in weiten Arbeitsbe-
reichen zusammensetzungsstabilen Gold-Silber-
Legierungen zu entwickeln, bei dem gieichblei-
bend niederkardtige Schichten weitgehend unab-
hangig von den Betriebsparametern, wie
Stromdichte und Badtemperatur., erhalten
werden. und bei dem auch Schichtdicken Uber
25 um gidnzend und mdéglichst duktil abgeschie-
den werden kdnnen.

Diese Aufgabe wurde ertindungsgemas da-
durch geldst, dafi ein elektrolytisches Bad. beste-
hend aus einer wassrigen Losung von 0.5 bis
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25 g/l Gold in Form von Alkaligoidzyanid. 0.25 bis
15 g/l Silber in Form von Alkalisilberzyanid und
10 bis 200 g/l Alkalizyanid und zusatziich 0.000 5
bis 5g/t Tellur in Form einer wasserlfslichen
Tellurverbiddung und eventuell einem Netzmittel
verwendet wird,

Vorzugsweise enthalt der Elektroiyt 0.001 bis
1g/l Teilur in Form einer wasserldslichen
Tefiurverbindung, wobei das Tellur in der Oxyda-
tionsstufe Il, IV oder VI vorliegen kann. Beispieie
fir soiche teliurhaitigen Badzusatze sind das
Tellurdioxid (TeQ,), das Tellurtrioxid {TeC,), die
tellurige Sdure und ihre Derivate, wie Tellurite
und hdherkondensierte molekulare Komplexe,

" die Tellursdure und ihre Derivate, Tellur-Halogen-

Verbindungen und Telluride. Am besten bewdhrt
hat sich die Anwesenheit von Telluriten und/oder
Telturaten im Bad. ’

Bereits bei Anwesenheit von geringen Mengen
der wasserltdslichen Tellurverbindungen im Bad
erhdlt man glinzende, niederkaritige Gold-
Silber-Legierungsiberzige, ohne sonstige orga-
nische oder anorganische Verbindungen zur
Glanzbildung zusetzen zu miissen. Die Uberziige
enthalten kein nachweisbares Tellur.

Man erhdlt bei dem erfindungsgeméBen Ver-
fahren hervorragend glanzende, brillante Gold-
Silber-Legierungsiiberzige, die sich nicht nur
durch ihren Glanz auszeichnen, sondern auch
durch ihre relativ geringe An!aufempfmdhchken

“und ihre Duktilitat,

AuBerdem wird durch den Tellurzusatz die be-
kannte deutliche Abhéngigkeit der Legierungszu-
sammensetzung in den niederkaratigen Au/Ag-
Legierungsschichien von den Arbeitsparametern
des Bades, wie Stromdichte, Badtemperatur und
Metaligehalte, erhebliche abgeschwécht. Mit ei-
nem solchen Bad erhait man in wesentlich breite-
ren Arbeitsbereichen eine gleichmaBige Legie-
rungszusammensetzung. -

Dieser Effekt ist vor allem fir die praktische
Anwendung des Bades von besonderem Vorteil.

Beispielsweise erzielt man im Stromdichtebe-
reich von 0,6-1,2 A/dm? eine auf ein Karat genaue,
12-karatige, glanzende Gold-Silber-Legierungs-
abscheidung. Auch praxisnahe Abweichungen
anderer Arbeitsparameter, wie Temperatur, pH-
Wert, Gold-, Silber-, und KCN-Gehalt, von den
testgelegten Badbetriebswerten verandern die Zu-
sammensetzung und Qualitit der abgeschiede-
nen Legierungen kaum. Zum Beispieli kdnnen
sich bei der Abscheidung einer niederkarétigen
Gold-Silber-Legierung bei einer Stromdichte von
ca. 0.9 A/dm? einer Badtemperatur von 40°C
und einem pH-Wert von 11,5 die Badtemperatur
um = 5°C oder der pH-Wert zwischen 10.5 und
12,5 dndern, ohne daB die Zusammensetzung der
12-karatigen Legierung um
mehr als =1 Karat schwankt.

Auch flr den Gehalt an freiem KCN und
KAg{CH), sind relativ groBe Konzentra-
tionsschwankungen méglich, ohne daB sich Zu-
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sammensetzung und Qualitdt der niederkaratigen
Gold-Silber-Uberziige wesentlich verandern. Da-
bei sollte aber das Verhaltnis Gold zu Silber einen
Wert von 4 : 1 mdglichst nicht dberschreiten und
einen Wert von 1 : 2 méglichst nicht unterschrei-
ten. '

AuBerdem erlauben es diese Bader, daB-nie-
derkaratige, glanzende Gold-Silber-Legierungs-

ichten mit Schichtdicken Gber 100 um in ei-
einzigen Abscheidevorgang ohne Zwi-
s...enbehandlung. erzeugt werden kdnnen. Auch
die ca. 100 um dicken, niederkaridtigen Gold-
Silber-Legierungsschichten zeigen noch einen
hervorragenden Glanz und eine auffallend gieich-
bieibende Legierungszusammensetzung Uber die
gesamte Schichtdicke. Daher eignen sich solche
Gold-Silber-Legierungsbader auch far die galva-
nopiastische Erzeugung von 12-14-karéatigen
Gold-Silbar-Formteilen, .

Ubticherweise verwendet man einen bekannten
Elektrolyten, der in einer wassrigen Losung Gold,
Silber und freies Kaliumzyanid geidst enthalt, und
setzt thm eine tellurhaltige Verbindung zu, die
entweder in Wasser Ifslich ist oder sich mit
Wasser zu einer islichen Verbindung umsgtzt,
Vorzugsweise wird das Bad mit Kaliumsalzen
angesetzt, jedoch kénnen auch Natriumsaize oder
Ammoniumsalze verwendet werden, bzw. sonsti-
ge Umsetzungsprodukte von AuCN und AgCN mit
Alkalizyaniden. Bewdhrt haben sich Béder, die
5 bis 10 g/l Gold in Form von Kalium-Goldzyanid,
1 bis 6 g/l Silber in Form von Kallumsilberzyanid
und 50 bis 150 g/l Kaliumzyanid enthalten.

Unterschiedliche tellurhaltige Verbindungen er-
fordern zur Erzieiung des gleichen Effektes unter-
schiedliche Konzentrationen. Beispielsweise
reichen beim Zusatz von K,TeQ; bhereits 5-
30 mg/l fGr eine gleichméaBige Abscheidung einer
niederkarédtigen Gold-Silber-Legierungsabschei-
dung. Bei Verwendung von Tellursdure mufl man
zum Erreichen des gleichen Effektes hingegen im
Grammbereich, bezogen auf die Tellursaure,
arbeiten. Der Tellurgehalt des Bades laBt sich
dabei analytisch leicht iberwachen.

Durch Zusatz von Benetzungsmittein, wie z. B.
teilveresterter Formen der Phosphorséure, kann
die Qualitit der Uberziige verbessert werden.
Vorzugsweise verwendet man solche Netzmittel
im Konzentrationsbereich von 0.5-5 mb/l.

Das Bad wird autf einen alkalischen pH-Wert
gehaiten, vorzugsweise zwischen 10,5 und 125.
Die geeignete Badtemperaturen liegen zwischen
25°C und 70°C. Je hdher die Badtemperatur,
desto hdher liegt auch die fir die Abscheidung
qualitativ einwandfreier niederkardtiger Au/Ag-
Legierungen notwendige Stromdichte.

Beispielsweise erhidlt man bei einer Badtempe-
ratur von 40 °C in einern Stromdichtebereich von
0.6 bis 1.2 Axdm? eine Gold-Silber-Legierung von
12 Karat = 1 Karat. Bei einer Badtemperatur von
70 °C erhdlt man die gleiche Legierungszusam-
mensetzung in einem Stromdichtebereich von
2.2 bis 3.0 AvdmZ,

Folgende Beispiele sollen das erfindungsge-
méBe Vertahren naher charakterisieren ;
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" nickeltes

1. Aus einem waéssrigen Elektrolyten, der 8 g/
KAU(CN}o, 4.5 g/t KAG(CN),, 1 mi/l Netzmittel und
80 g/l KCN geldst enthalt. kann man bei 40°C
und pH 11 im Stromdichtebereich von 0.6 bis 1.0
grindlich-gelbe, matte ca. 18-kardtige Gold-
Silber-Legierungsuberziige abscheiden. Gibt
man diesem Bad 20 mg/l K;TeO, zu, so erhait
man unter den gieichen Bedingungen in einem
Stromdichtebereich von 0.6 bis 1,2 A/dm?
glanzende, gelblich weiBe, ca. 12-karatige Gold-
Silber-Legierungsiberzige. '

2. Ein waBriger Elektrolyt enthalt 3gA
KAU(CN),. 19/l KAg(CN),, 20g/t freies - KCN,
0,05 mi/l Netzmittel und 2 g/l Tellursdure. Bei
einem pH-Wert von 11 und einer Badtemperatur
von 40°C erhalt man bei 06, 0.8 1.0 Addm?
glénzende ca. 12-14-kardtige Gold-Silber-Legie-
rungsabscheidungen.

3. Ein wabBriger Elekirolyt enthéit 10g/
KAQ(CN},, 15 g/l KAu{CN),; 200 g/l freies KCN
und 5 ml/l Netzmittel. Nach Zugage von 4g/l
TeCl, lassen sich zwischen 2,2 und 3,0 A/dm? bei
pH 11 und einer Badtemperatur von 70°C
glanzende, 10-14-karédtige Gold-Silber-Legie-
rungen erzeugen. .

4. Aus einem Elektrolyten gemaB Beispiel 1
kann man bei einer Stromdichte von 1,0 A/dm?
aut ein 1 x 2cm groBes, poliertes und ver-
Messingblech eine  12-karatige,
glénzende, 100 pm dicke Gold-Siiber-Legierungs-
schicht abscheiden. Bei einem pH-Wert von 11
und einer Bedtemperatur ven 40°C wird die
100 pm dicke Au/Ag-Schicht ohne Zwischenbe-
handiung gldnzend erhaiten.

Patentanspriche

1. Vertahren zum Abscheiden von niederkarati-
gen, glanzenden, in weiten Arbeitsbereichen zu-
sammensetzungsstabilen Gold-Silber-Legierun-
gen, dadurch gekennzeichnet, daB ein elektroly-
tisches Bad, bestehend aus einer waBrigen
Lésung von 0,5 bis 25 g/l Gold in Form von
Alkaligoldzyanid, 0,25 bis 15 g/l Silber in Form
von Alkalisilberzyanid und 10 bis 200 g/ Atkalizya-
nid und zusatzlich 0,000 5 bis 5 g/l Teilur in Form
einer wasseriéslichen Tellurverbindung und even-
tuell sinem Netzmittel verwendet wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daB das Bad 0,001 bis 1 g/l Tellur in
Form einer wasserigsiichen Tellurverbindung ent-
halt.

3. Verfahren nach Anspruch 1 und 2, dadurch
gekennzeichnet, dafl das Bad das Teltur in Form
von Tellurit und/oder Tellurat enthéit.

4, Verfahren nach Anspruch 1 bis 3. dadurch
gekennzeichnet, daf das Bad teilveresterte Phos-
phorsauren als Netzmittel enthait.

Claims

1. A orocess for the deposition of low-carat,
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lustrous gold-silver alloys which are stable in

composition in wide spheres of operation, charac- -

terised ‘in that an electrolytic bath composed of
an aqueous solution of from 0.5 to 25 g/l of gold
in the form of alkali gold cyanide, from 0.25 to
15 g/l of silver in the form of alkali silver cyanide
and * »m 10 to 200 g/! of alkali cyanide and also
0.0 o 5 g/ of tellurium in the form of a water-
solu - tellurium compound and optionally a
wetting agent is used.

2. A process according to claim 1, character-
ised in that the bath contains from 0.001 to 1t g/| of
tellurium in the form of a water-soluble tellurium
compound.

3. A process according to claim 1 and 2,
characterised in that the bath contains the tel-
lurium in the form of tellurite and/or tellurate,

" 4. A process according to claims 1 to 3, charac-
terised in that the bath contains partially esterified
phosphoric acids as wetting agent.

Revendications
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1. Procédé pour déposer des alliages oriargent
a faible nombre de carats, brillants, dont Ia
composition soit stable dans de larges champs
d'opération, caractérisé en ce que |'on utilise un
bain électrolytique, constitué d'une solution
agueuse de 0,5 a 25 g/l d'or, sous la forme de
cyanure d'or alcalin, 0,25 2 15 g/l d’argent, sous la
forme de cyanure d'argent alcalin, et 10 & 200 g/
de cyanure alcalin, et supplémentairement
00005 & 59/t de tellure sous la forme d'un
compesé du tellure soluble a 'eau, et eventueNe-
ment d’un agent mouillant.

2. Procédé suivant la revendication 1, caracté-
risé en ce que le bain contient 0,001 & 1 g/l de
teilure, sous la forme d'un composé de tellure
soiubie a I'eau.

3. Procédé suivant {'une des revendications: 1
et 2, caractérisé en ce que le bain contient le
tellure sous la forme de tellurite et/ou de tellurate.

4. Procédé suivant I'une des revendications 1 &
3, caractérisé en ce que le bain contient, comme
agent mouitlant de I'acide phosphorique partielle-
ment esterifié,

-r—o/ e

o
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Description

This invention relates to a process for the
deposition of low carat, brilliant alloys which are stable
in their composition over wide operating ranges.

The galvanic deposition of coatings of gold-silver
alloys has been known for many years. Layers of alloys
containing from 29 to 79% of gold can be deposited at
current densities of from 0.1 to 1 A/dm? but the brittle-
ness of the coating layer increases with decreasing gold
content and increasing thickness of the layer. Moreover,
these coatings have little lustre.

Brilliant coatings can be deposited by adding to
the electrolyte organic substances and/or foreign metals
which are not deposited at the same time. It is known, for
example, to use compounds of nickel, antimony, titanium
and indium as lustering additives to electrolytic gold-
silver baths. Known organic lustering agents are, for
example, triphenylmethane dyes (DD-PS 98 698) and
condensation products of polyalkylene imines and alkylene
polyamines (DE~PS 27 13 507). A water-soluble indium
compound used together with an organic aliphatic amine is
described as lustering additive in CH-PS 629 260; the
combination of a selenium-containing compound and a poly-
ethylene amine is described in US-PS 4 121 982 and the
combination of a selenium-containing compound and a
titanium ester which has been stabilized with amino
alcohols is described in DE~-PS 12 13 196. All these known
lustering additives have, however, the disadvantage that a
satisfactory 1lustre can only be obtained with layers
thicknesses of up to about 25 um and organic substances
are 1liable to be incorporated in the layer. They are
unable to reduce the brittleness of the coatings.

In the known gold-silver alloying baths, the gold
1
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content in the coating depends to a large extent on the
Au/Ag ratio in the bath and on the selected operating
parameters for the deposition, in particular on the
current density and the bath temperature. These depend-
ences are a disadvantage for the practical operation of a
bath for the deposition of low carat gold-silver alloys
which are to have a constant carat content.

It was therefore an object of the present invention
to develop a process for the deposition of low carat,
brilliant gold-silver alloys which are stable in their
composition over a wide operating range, in which
consistently low carat layers are obtained substantially
independently of the operating parameters such as the
current density and bath temperature and in which layers
deposited in a thickness above 25 um can also be obtained
with good lustre and ductility.

This problem was solved according to the invention
by using an electrolytic bath consisting of an agueous
solution of from 0.5 to 25 g/1 of gold in the form of
alkali gold cyanide, from 0.25 to 15 g/1 of silver in the
form of alkali silver cyanide and from 10 to 200 g/1 of
alkali cyanide and, in addition, from 0.0005 to 5 g/1 of
tellurium in the form of a water-soluble tellurium
compound and possibly a wetting agent.

The electrolyte preferably contains from 0.001 to
1 g/1 of tellurium in the form of a water-soluble
tellurium compound in which the tellurium may be present
in oxidation stage II, IV or VI. Examples of such
tellurium-containing bath additives include tellurium
dioxide (Te0;), tellurium trioxide (Te0;), tellurous acid
and its derivatives such as tellurites and relatively
highly condensed molecular complexes, telluric acid and
its derivatives, tellurium-halogen compounds and
tellurides. The presence of tellurides and/or tellurates

2
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in the bath has proved to be the most useful.

The presence of even small quantities of water-
soluble tellurium compounds in the bath results in
lustrous, low carat coatings of gold-silver alloys without
requiring the addition of other organic or inorganic
compounds for producing the lustre. The coatings contain
no detectable tellurium.

Brilliant coatings of gold-silver alloys with an
outstanding lustre are obtained by the process according
to the invention; these coatings are distinguished not
only by their lustre but also by their relatively low
tendency to tarnish and their ductility.

Further, the addition of tellurium considerably
attenuates the well known dependence of the composition of
the alloys in the layers of low carat Au/Ag alloys on the
operating parameters of the bath, such as the current
density, the bath temperature and the metal contents.

A uniform composition of alloys is obtained with such a
bath over substantially wider operating ranges.

This effect is particularly advantageous for the
use of the bath in practice.

For example, a l2-carat, lustrous gold-silver alloy
deposition is obtained to an accuracy of one carat in the
current density range of from 0.6 to 1.2 A/dmz. Even when
other operating parameters, such as temperature, pH and
gold, silver and KCN content differ from the values laid
down for the operation of the bath within the normal
margins of error encountered in practice, hardly any
change occurs in the composition and quality' of the
deposited alloys. For example, when a low carat gold-
silver alloy is deposited at a current density of about
0.9 A/dm2, a bath temperature of 40°C and a pH of 11.5,
the bath temperature may vary by +5°C or the pH may vary
within the range of from 10.5 to 12.5 without the
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composition of the deposited 12 carat alloy fluctuating by
more than +1 carat.

The free KCN content and KAg(CH), content may also
vary within relatively wide ranges of concentration
without the composition and guality of the low carat gold-
silver coatings being subject to any significant change.
The ratio of gold to silver should, however, as far as
possible not exceed a value of 4:1 or fall below a value
of 1:2.

Furthermore, these baths enable layers of low
carat, lustrous gold-silver alloys with thicknesses above
100 um to be produced in a single deposition process
without intermediate treatment. The layers of low carat
gold-silver alloys about 100 um in thickness still have
excellent lustre and an outstandingly constant composition
of the alloy throughout the whole thickness of the layer.
Such gold-silver alloy baths are therefore also suitable
for the galvanoplastic production of 12-14 carat gold-
silver mouldings.

A known electrolyte is normally used, containing
gold, silver and free potassium cyanide dissolved in an
aqueous solution, and a tellurium-containing compound
which is either soluble in water or reacts with water to
form a soluble compound is added to this electrolyte. The
bath is preferably prepared with potassium salts but
sodium salts or ammonium salts or other reaction products
of AuCN and AgCN with alkali metal cyanides may also be
used. Baths containing from 5 to 10 g/l of gold in the
form of potassium gold cyanide, from 1 to 6 g/l of silver
in the form of potassium silver cyanide and from 50 to 150
g/l of potassium cyanide have proved to be satisfactory.

Different tellurium-containing compounds require
different concentrations for producing the same effect.
For example, when K,TeO; is used, the addition of only
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5-30 mg/l is sufficient for a uniform deposition of a low
carat gold-silver alloy. When telluric acid is used, on
the other hand, quantities in the range of grammes, based
on the telluric acid, are required for achieving the same
effect. The tellurium content of the bath can easily be
monitored analytically.

The quality of the coatings may be improved by the
addition of wetting agents, e.g. partially esterified
forms of phosphoric acid. Such wetting agents are
preferably used in the concentration range of from 0.5 to
S ml/l.

The bath is maintained at an alkaline pH, prefer-
ably at a pH of from 10.5 to 12.5. The suitable bath
temperatures lie from 25°C to 70°C. The higher the bath
temperature, the higher is also the current density
required for the deposition of qualitatively perfect low
carat Au/Ag alloys.

At a bath temperature of 40°C, for example, a gold-
silver alloy of 12-carat t1 carat is obtained in a current
density range of from 0.6 to 1.2 A/dmz. At a bath
temperature of 70°C, the same composition of alloy is
obtained in a current density range of from 2.2 to 3.0
A/dm2.

The following Examples serve to characterise the
process according to the invention in more detail:

1. Greenish yellow, matt, approximately 18-carat
gold-silver alloy coatings can be deposited from an
agqueous electrolyte containing 9 g/1 of KAu(CN),, 4.5 g/l
of KAg(CN);, 1 ml/l of wetting agent and 80 g/1 of KCN in
solution at 40°C and pH 11 in the current density range of
from 0.6 to 1.0. When 20 mg/l of K;Te0O; are added to this
bath, lustrous, yellowish white, approximately 1l2-carat
gold-silver alloy coatings are obtained under the same
conditions in a current density range of from 0.6 to 1.2
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A/dm2.

2. An aqueous electrolyte contains 3 g/1 of
KAu(CN),, 1 g/1 of KAg(CN);, 20 g/1 of free KCN, 0.05 ml/1l
of wetting agent and 2 g/1 of telluric acid. At a pH of 11
and a bath temperature of 40°C, lustrous, approximately
12-14-carat gold-silver alloy depositions are obtained at
0.6; 0.8; and 1.0 A/dm2.

3. An agqueous electrolyte contains 10 g/l of
KAg(CN)3, 15 g/1 of KAu(CN),, 200 g/1 of free KCN and 5
ml/l of wetting agent. After the addition of 4 g/l of
TeCl,, lustrous, 10-l4-carat gold-silver alloys can be
produced at from 2.2 to 3.0 A/dm2 and at pH 11 and a bath
temperature of 70°C.

4. A l1l2-carat, lustrous layer of gold-silver alloy
100 um in thickness can be deposited on a polished and
nickel-plated sheet of brass measuring 1 x 2 cm from an
electrolyte according to Example 1 at a current density of
1.0 A/dm2 At a pH of 11 and a bath temperature of 40°C,
the Au/Ag layer 100 um in thickness is obtained as a
lustrous layer without intermediate treatment.

Patent Claims

1. A process for the deposition of low carat lustrous
gold-silver alloys which are stable in composition over
wide spheres of operation, characterised in that an
electrolytic bath composed of an agqueous solution of from
0.5 to 25 g/1 of gold in the form of alkali gold cyanide,
from 0.25 to 15 g/l of silver in the form of alkali silver
cyanide and from 10 to 200 g/l of alkali cyanide and also
0.0005 to 5 g/1 of tellurium in the form of a water-
soluble tellurium compound and optionally a wetting agent
is used.

2. A process according to Claim 1, characterised in
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that the bath contains from 0.001 to 1 g/1 of tellurium in
the form of a water-soluble tellurium compound.

3. A process according to Claims 1 and 2, charac-
terised in that the bath contains the tellurium in the
form of tellurite and/or tellurate.

4. A process according to Claims 1 to 3, characterised
in that the bath contains partially esterified phosphoric
acids as wetting agent.



